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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Ke~ma~jua~n te~knologi~ da~n i~lmu pe~nge~ta~hua~n ya~ng be~rke~mba~ng te~ra~ma~t 

ce~pa~t, se~rta~ ta~nta~nga~n globa~l ya~ng te~rus be~rtumbuh di~ a~ba~d 21 me~mbe~ri~ka~n 

da~mpa~k ya~ng si~gni~fi~ka~n di~ be~rba~ga~i~ se~ktor ke~hi~dupa~n ma~nusi~a~, khususnya~ da~la~m 

bi~da~ng pe~ndi~di~ka~n. Pe~ndi~di~ka~n me~nja~di~ e~le~me~n pe~nti~ng da~la~m me~mbe~ntuk 

ge~ne~ra~si~ ba~ngsa~ ya~ng me~mi~li~ki~ sumbe~r da~ya~ ma~nusi~a~ ya~ng unggul, be~rkompe~te~n 

da~n me~mi~li~ki~ da~ya~ sa~i~ng ya~ng ti~nggi~ untuk me~ngha~da~pi~ pe~rsa~i~nga~n globa~l a~nta~r 

ba~ngsa~. Pe~rsa~i~nga~n te~rse~but ha~rus di~ i~mba~ngi~ de~nga~n pe~ngua~sa~a~n da~n 

pe~nge~mba~nga~n i~lmu pe~nge~ta~hua~n da~n te~knologi~ se~hi~ngga~ da~pa~t me~nga~nti~si~pa~si~ 

se~ga~la~ pe~ruba~ha~n ya~ng te~rja~di~ (Pra~ti~wi~ e~t a~l., 2024).  Me~wujudka~n SDM ya~ng 

be~rkua~li~ta~s di~pe~rluka~n pe~ni~ngka~ta~n kua~li~ta~s pe~ndi~di~ka~n ya~ng ma~mpu 

me~mpe~rsi~a~pka~n si~swa~ de~nga~n ke~te~ra~mpi~la~n a~ta~u ke~ma~mpua~n a~ba~d 21 ya~ng 

di~ke~na~l se~ba~ga~i~ The~ 4C Ski~lls  ya~i~tu ke~ma~mpua~n be~rpi~ki~r kri~ti~s, kre~a~ti~f, 

komuni~ka~si~ da~n kola~bora~si~ (Gi~a~coma~zzi~ e~t a~l., 2022). Pe~nge~lola~a~n bi~da~ng 

pe~ndi~di~ka~n di~ I~ndone~si~a~, Pa~sa~l 9 A~ya~t (1) da~ri~ Unda~ng-Unda~ng No. 20 Ta~hun 2003 

te~nta~ng SI~SDI~KNA~S ba~hwa~ pe~ndi~di~ka~n a~da~la~h upa~ya~ da~la~m ke~sa~da~ra~n da~n 

di~re~nca~na~ka~n untuk me~mbe~ntuk kondi~si~ da~n prose~s pe~nga~ja~ra~n ya~ng si~swa~ 

butuhka~n, ya~ng me~nja~di~ka~n si~swa~ da~pa~t me~nge~mba~ngka~n pote~nsi~ da~n 

ke~te~ra~mpi~la~n me~re~ka~ se~hi~ngga~ be~rguna~ da~la~m ke~hi~dupa~n ma~sya~ra~ka~t, ba~ngsa~, da~n 
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ne~ga~ra~ (Ma~rli~a~, 2024). Se~hubunga~n de~nga~n ha~l i~tu, le~mba~ga~-le~mba~ga~ pe~ndi~di~ka~n 

di~ha~ruska~n be~ra~da~pta~si~ de~nga~n pe~rke~mba~nga~n za~ma~n, khususnya~ da~la~m 

me~ni~ngka~tka~n li~te~ra~si~ da~ta~, pe~ma~nfa~a~ta~n te~knologi~ se~rta~ pe~nge~mba~nga~n sumbe~r 

da~ya~ ma~nusi~a~ ya~ng be~rkua~li~ta~s. 

Pe~me~ri~nta~h te~rus be~rupa~ya~ untuk me~ni~ngka~tka~n kua~li~ta~s pe~ndi~di~ka~n 

de~nga~n pe~rba~i~ka~n kuri~kulum, pe~nge~mba~nga~n mode~l pe~mbe~la~ja~ra~n, pe~ra~ngka~t 

pe~mbe~la~ja~ra~n, me~le~ngka~pi~ sa~ra~na~ da~n pra~sa~ra~na~ pe~ndi~di~ka~n, me~ne~ra~pka~n sta~nda~r 

i~si~, sta~nda~r prose~s, da~n sta~nda~r pe~ni~la~i~a~n se~sua~i~ kuri~kulum me~rde~ka~ ya~ng be~rpusa~t 

pa~da~ si~swa~ (stude~nt ce~nte~r). Kuri~kulum Me~rde~ka~ me~ne~ka~nka~n pa~da~ pe~ma~nfa~a~ta~n 

te~knologi~ da~la~m pe~mbe~la~ja~ra~n untuk me~mbe~ri~ka~n a~kse~s sumbe~r be~la~ja~r ya~ng 

be~ra~ga~m de~nga~n me~mfa~si~li~ta~si~ pe~mbe~la~ja~ra~n ma~ndi~ri~ me~la~lui~ a~pli~ka~si~ da~n 

pla~tform pe~mbe~la~ja~ra~n kompute~ri~sa~si~  untuk me~ngua~tka~n kompe~te~nsi~ be~la~ja~r 

si~swa~ (Supa~rta~ma~, 2023). Kuri~kulum me~rde~ka~ di~ha~ra~pka~n da~pa~t me~nja~wa~b 

ta~nta~nga~n pe~ndi~di~ka~n a~ta~s ke~ta~tnya~ pe~rsa~i~nga~n SDM se~ca~ra~ Globa~l di~ a~ba~d 21 

untuk me~ngha~da~pi~ ge~mpura~n re~volusi~ i~ndustri~ 4.0 (Numa~ e~t a~l., 2023). Re~volusi~ 

i~ndustri~ 4.0 i~de~nti~k de~nga~n e~ra~ ke~ma~jua~n di~gi~ta~l se~hi~ngga~ di~butuhka~n pe~ra~n guru 

se~ba~ga~i~ fa~si~li~ta~tor untuk me~mi~li~ki~ kompe~te~nsi~ di~gi~ta~l da~la~m pe~nge~mba~nga~n 

i~nova~si~ da~la~m pe~mbe~la~ja~ra~n ya~ng be~rtujua~n guru le~bi~h kre~a~ti~f da~la~m me~nga~ja~r 

se~hi~ngga~ prose~s pe~mbe~la~ja~ra~n le~bi~h e~fe~kti~f da~n e~fi~si~e~n (Si~hombi~ng e~t a~l., 2024). 

Ha~l te~rse~but di~la~kuka~n se~ba~ga~i~ upa~ya~ me~ni~ngka~tka~n kompe~te~nsi~nya~ da~n 

be~ra~da~pta~si~ de~nga~n pe~rke~mba~nga~n te~knologi~ da~la~m ra~ngka~ me~mbe~ntuk pre~sta~si~ 

be~la~ja~r si~swa~ ya~ng le~bi~h ba~i~k.  

I~PA~ (I~lmu Pe~nge~ta~hua~n A~la~m) se~ba~ga~i~ sa~la~h sa~tu ma~ta~ pe~la~ja~ra~n di~ SMP 

ya~ng me~ngguna~ka~n kuri~kulum me~rde~ka~ me~rupa~ka~n bi~da~ng i~lmu ya~ng be~rka~i~ta~n 
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de~nga~n de~skri~psi~ konse~p, pri~nsi~p da~n prose~dur me~nge~na~i~ prose~s i~lmi~a~h ya~ng 

te~rja~di~ di~ a~la~m me~la~lui~ se~ra~ngka~i~a~n pe~ne~mua~n. Pe~mbe~la~ja~ra~n I~PA~ be~rpe~ra~n 

pe~nti~ng da~la~m me~nyi~a~pka~n si~swa~ a~ga~r me~mi~li~ki~ kompe~te~nsi~ ya~ng ba~i~k, me~le~k 

sa~i~ns da~n te~knologi~, ma~mpu be~rpi~ki~r kri~ti~s, logi~s da~n kre~a~ti~f, se~rta~ da~pa~t 

be~rkomuni~ka~si~, be~rkola~bora~si~, da~n be~ra~rgume~nta~si~ ya~ng ba~i~k da~n be~na~r (Suwe~la~ 

e~t a~l., 2022). Guru se~ba~ga~i~ pe~ndi~di~k di~tuntut untuk me~nci~pta~ka~n pe~mbe~la~ja~ra~n 

ya~ng me~nga~ra~hka~n si~swa~ untuk me~nca~pa~i~ tujua~n pe~mbe~la~ja~ra~n I~PA~ se~rta~ 

me~mpe~rba~i~ki~ kua~li~ta~s pe~ndi~di~ka~n de~nga~n me~la~ksa~na~ka~n ke~gi~a~ta~n pe~mbe~la~ja~ra~n 

ya~ng e~fe~kti~f  untuk me~nge~mba~ngka~n sumbe~r da~ya~ ma~nusi~a~ ya~ng be~rkua~li~ta~s ya~ng 

se~la~lu da~pa~t me~nga~nti~si~pa~si~ tuntuta~n di~ma~sa~ de~pa~n, da~n me~mi~li~ki~ ke~ma~mpua~n 

be~rpi~ki~r ya~ng kompre~he~nsi~f (Wa~ruwu e~t a~l., 2025). Suda~h se~me~sti~nya~ 

pe~mbe~la~ja~ra~n I~PA~ di~la~kuka~n se~sua~i~ de~nga~n sta~nda~r ya~ng te~la~h di~te~ta~pka~n 

pe~me~ri~nta~h se~hi~ngga~ tujua~n pe~mbe~la~ja~ra~n I~PA~ da~pa~t di~ca~pa~i~ se~ca~ra~ opti~ma~l. 

Be~rda~sa~rka~n fa~kta~ ya~ng di~te~muka~n da~ri~ ha~si~l obse~rva~si~ 14-18 Nove~mbe~r 

2024,  ke~gi~a~ta~n pe~mbe~la~ja~ra~n I~PA~ di~ be~be~ra~pa~ se~kola~h Ka~bupa~te~n Bule~le~ng ya~i~tu 

SMP Ne~ge~ri~ 3 Suka~sa~da~, SMP Ne~ge~ri~ 4 Suka~sa~da~ da~n SMP Ne~ge~ri~ 2 Si~nga~ra~ja~ 

di~te~muka~n ba~hwa~ te~knologi~ ya~ng te~rda~pa~t di~ se~kola~h be~lum di~ma~nfa~a~tka~n se~ca~ra~ 

opti~ma~l ole~h guru da~la~m ke~gi~a~ta~n pe~mbe~la~ja~ra~n I~PA~. Di~ se~kola~h te~rse~but, te~rda~pa~t 

fa~si~li~ta~s chrome~book da~n a~kse~s i~nte~rne~t Wi~fi~ ya~ng me~ma~da~i~ ya~ng me~mungki~nka~n 

si~swa~ untuk be~la~ja~r se~ca~ra~ onli~ne~. Na~mun, be~be~ra~pa~ guru me~ra~sa~ ke~suli~ta~n da~la~m 

me~nci~pta~ka~n ba~ha~n a~ja~r di~gi~ta~l a~ta~u me~ma~nfa~a~tka~n a~pli~ka~si~ di~gi~ta~l ya~ng da~pa~t 

me~mfa~si~li~ta~si~ be~la~ja~r si~swa~ se~ca~ra~ ma~ndi~ri~. Pe~rnya~ta~a~n te~rse~but di~dukung de~nga~n 

ha~si~l obse~rva~si~ da~n kue~si~one~r vi~a~ google~ form ya~ng me~mbukti~ka~n ba~hwa~ ba~ha~n 
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a~ja~r ya~ng di~guna~ka~n ya~i~tu buku ce~ta~k (modul) I~PA~ ole~h pe~me~ri~nta~h, powe~rpoi~nt, 

LKS da~n LKPD.  

Kura~ngnya~ ke~te~rse~di~a~a~n ba~ha~n a~ja~r be~rupa~ buku I~PA~ da~ri~ Ke~mdi~kbud 

me~nga~ki~ba~tka~n si~swa~ ha~rus be~rga~nti~a~n me~ngguna~ka~n de~nga~n te~ma~nnya~. Se~la~i~n 

i~tu, si~swa~ ha~rus me~mbe~li~ LKS ce~ta~k da~ri~ te~rbi~ta~n pe~ne~rbi~t da~n ce~nde~rung kura~ng 

pra~kti~s. Be~rda~sa~rka~n kondi~si~ te~rse~but, da~pa~t di~ka~ta~ka~n ba~ha~n a~ja~r ya~ng te~rse~di~a~ 

be~lum i~nova~ti~f da~n ti~da~k i~nte~ra~kti~f se~hi~ngga~ prose~s pe~mbe~la~ja~ra~n kura~ng e~fe~kti~f. 

Ha~l i~ni~ me~nga~ki~ba~tka~n si~swa~ ke~suli~ta~n da~la~m me~ma~ha~mi~ konse~p ma~te~ri~ pe~la~ja~ra~n 

da~n be~rda~mpa~k pa~da~ ke~ma~mpua~n pe~ma~ha~ma~n konse~p se~hi~ngga~ pre~sta~si~ be~la~ja~r 

si~swa~ re~nda~h. Guru di~ha~ra~pka~n ma~mpu me~nya~ji~ka~n ma~te~ri~ ya~ng di~sa~mpa~i~ka~n 

se~ca~ra~ e~fi~si~e~n da~la~m wa~ktu si~ngka~t, na~mun ba~nya~k i~nforma~si~ ya~ng di~sa~ji~ka~n 

(Sukma~wa~ti~ e~t a~l., 2024). Ma~ka~ da~ri~ i~tu, se~ha~rusnya~ guru ma~mpu me~nge~mba~ngka~n 

ba~ha~n a~ja~r ya~ng da~pa~t me~mbe~ri~ka~n fa~si~li~ta~s pe~mbe~la~ja~ra~n se~ca~ra~ ma~ndi~ri~.  

Ha~si~l kue~si~one~r ke~pa~da~ guru I~PA~ di~ SMP Ne~ge~ri~ 2 Si~nga~ra~ja~, SMP Ne~ge~ri~ 

3 Suka~sa~da~ da~n SMP Ne~ge~ri~ 4 Suka~sa~da~ me~nunjukka~n ba~hwa~ pe~mbe~la~ja~ra~n suda~h 

be~rpe~nde~ka~ta~n sa~i~nti~fi~k de~nga~n mode~l pe~mbe~la~ja~ra~n ya~ng di~guna~ka~n guru a~da~la~h 

se~ba~nya~k 85,7% me~ngguna~ka~n proble~m ba~se~d le~a~rni~ng, se~ba~nya~k 14,3% 

me~ngguna~ka~n i~nqui~ri~, se~ba~nya~k 28,6% me~ngguna~ka~n di~scove~ry le~a~rni~ng, 

se~ba~nya~k 28,6% me~ngguna~ka~n mode~l proje~ct ba~se~d le~a~rni~ng, da~n se~ba~nya~k 14,3 

% me~ngguna~ka~n di~re~ct i~nsctructi~on. Na~mun fa~kta~nya~, de~nga~n pe~ngguna~a~n mode~l 

pe~mbe~la~ja~ra~n te~rse~but si~swa~ ma~si~h se~ri~ng me~ra~sa~ bosa~n da~n me~nga~ntuk sa~a~t 

ke~gi~a~ta~n pe~mbe~la~ja~ra~n se~hi~ngga~ ke~ti~ka~ di~be~ri~ka~n a~ngke~t me~nge~na~i~ moti~va~si~ 

be~la~ja~r me~nunjukka~n ha~si~l ba~hwa~ ra~ta~-ra~ta~ moti~va~si~ be~la~ja~r si~swa~ ha~nya~ me~nca~pa~i~ 

57,4% de~nga~n kri~te~ri~a~ cukup re~nda~h. Be~rda~sa~rka~n ha~si~l obse~rva~si~ pe~mbe~la~ja~ra~n 
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ya~ng di~la~kuka~n di~ke~la~s VI~I~D di~ SMP Ne~ge~ri~ 4 Suka~sa~da~ pa~da~ ta~ngga~l 14 

Nove~mbe~r  2024 di~da~pa~ti~ sa~a~t ke~gi~a~ta~n prose~s be~la~ja~r me~nga~ja~r di~domi~na~si~ ole~h 

si~swa~ ya~ng ha~nya~ me~nde~nga~rka~n pe~nje~la~sa~n guru da~n ti~da~k a~kti~f da~la~m ke~gi~a~ta~n 

pe~mbe~la~ja~ra~n. Ke~gi~a~ta~n pe~mbe~la~ja~ra~n se~ca~ra~ di~skusi~ da~n pra~kti~kum ya~ng 

di~la~kuka~n be~rke~lompok di~da~pa~ti~ ha~nya~ be~be~ra~pa~ si~swa~ ya~ng a~kti~f me~nja~wa~b 

pe~rta~nya~a~n da~n me~la~kuka~n di~skusi~ se~sua~i~ de~nga~n topi~k pe~mbe~la~ja~ra~n I~PA~. 

Se~me~nta~ra~, si~swa~ ya~ng la~i~nnya~ ha~nya~ me~nunggu ja~wa~ba~n da~ri~ te~ma~nnya~ da~n 

ce~nde~rung ti~da~k me~mpe~rha~ti~ka~n.  

Ha~si~l wa~wa~nca~ra~ de~nga~n guru I~PA~ di~ SMP Ne~ge~ri~ 3 Suka~sa~da~ ya~ng 

di~la~kuka~n pa~da~ ta~ngga~l 18 Nove~mbe~r me~nunjukka~n ba~hwa~ si~swa~ ke~la~s VI~I~ ma~si~h 

me~mi~li~ki~ moti~va~si~ da~n mi~na~t be~la~ja~r I~PA~ ya~ng re~nda~h. Re~nda~hnya~ mi~na~t da~n 

moti~va~si~ di~ta~nda~i~  de~nga~n a~da~ si~swa~ ya~ng me~ngobrol de~nga~n te~ma~n se~ba~ngku, 

me~la~mun sa~a~t di~je~la~ska~n ole~h guru, da~n me~ncore~t-core~t se~ndi~ri~. A~kti~vi~ta~s si~swa~ 

ha~nya~ me~nca~ta~t ma~te~ri~ da~n me~nde~nga~rka~n a~pa~ ya~ng di~sa~mpa~i~ka~n ole~h guru 

me~nga~ki~ba~tka~n si~swa~ ti~da~k te~rli~ba~t da~la~m me~la~kuka~n ke~gi~a~ta~n be~rpi~ki~r da~n 

kura~ng be~rke~mba~ngnya~ ke~ma~mpua~n pe~ma~ha~ma~n konse~p I~PA~ si~swa~ te~rha~da~p 

ma~te~ri~ ya~ng di~pe~la~ja~ri~ (Susa~nti~ Bui~ e~t a~l., 2025). Si~swa~ ya~ng me~mi~li~ki~ moti~va~si~ 

be~la~ja~r ya~ng re~nda~h pa~sti~nya~ a~ka~n be~rda~mpa~k pa~da~ kura~ngnya~ pe~ma~ha~ma~n konse~p 

I~PA~ se~hi~ngga~ ha~si~l be~la~ja~rnya~ kogni~ti~f se~ba~gi~a~n be~sa~r si~swa~ be~lum ma~mpu 

me~nca~pa~i~ KKM (Kri~te~ri~a~ Ke~tunta~sa~n Mi~ni~ma~l) ya~ng te~la~h di~te~ntuka~n ole~h se~kola~h 

(Sugi~no & E~rma~n, 2022). Ha~l i~ni~ te~rli~ha~t da~ri~ da~ta~ ula~nga~n ha~ri~a~n si~swa~ ke~la~s 

VI~I~.2 SMP Ne~ge~ri~ 2 Si~nga~ra~ja~ se~me~ste~r I~ ta~hun a~ja~ra~n 2024/2025, di~pe~role~h fa~kta~ 

ba~hwa~ da~ri~ 35 si~swa~, ha~nya~ 17 si~swa~ (48,57%) ya~ng ma~mpu me~nca~pa~i~ ni~la~i~ di~ a~ta~s 
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Kri~te~ri~a~ Ke~tunta~sa~n Mi~ni~ma~l (KKM), se~me~nta~ra~ 18 si~swa~ la~i~nnya~ (51,43%) be~lum 

me~nca~pa~i~ sta~nda~r te~rse~but. KKM ya~ng di~te~ta~pka~n ole~h se~kola~h a~da~la~h 75. 

Fa~kta~ e~mpi~ri~s ya~ng me~nya~ta~ka~n re~nda~hnya~ ha~si~l be~la~ja~r I~PA~ da~pa~t di~li~ha~t 

da~ri~ ha~si~l surve~i~ progra~me~ for I~nte~rna~ti~ona~l Stude~nt A~se~ssme~nt (PI~SA~) ta~hun 2022 

di~da~pa~ti~ ba~hwa~ I~ndone~si~a~ me~mpe~role~h ra~ta~-ra~ta~ skor 383 pa~da~ ma~ta~ pe~la~ja~ra~n 

sa~i~ns be~ra~da~ di~ba~wa~h ra~ta~-ra~ta~ skor globa~l ya~ng se~be~sa~r 485 da~n I~ndone~si~a~ 

me~ne~mpa~ti~ pe~ri~ngka~t 63 da~ri~ 82 ne~ga~ra~. Ha~l i~ni~la~h ya~ng me~nunjukka~n ba~hwa~ ha~si~l 

be~la~ja~r sa~i~ns di~ I~ndone~si~a~ ma~si~h re~nda~h (OE~CD, 2023). Fa~kta~-fa~kta~ e~mpi~ri~s ya~ng 

me~ndukung ya~ng me~ndukung te~rka~i~t kondi~si~ ha~si~l be~la~ja~r I~PA~ te~rli~ha~t da~ri~ ha~si~l 

obse~rva~si~ ya~ng te~la~h di~la~ksa~na~ka~n di~ SMP Ne~ge~ri~ 2 Si~nga~ra~ja~ pa~da~ ta~ngga~l 14 Me~i~ 

2025.  

Be~rda~sa~rka~n ha~si~l obse~rva~si~ te~rse~but di~da~pa~tka~n ha~si~l be~la~ja~r I~PA~ be~lum 

me~ra~ta~, ma~si~h ba~nya~k si~swa~ ya~ng me~mpe~role~h ha~si~l be~la~ja~r de~nga~n ra~ta~-ra~ta~ skor 

65 ya~ng ma~na~ KKM di~se~kola~h te~rse~but a~da~la~h 75. Si~swa~ ke~suli~ta~n da~la~m 

me~nye~le~sa~i~ka~n soa~l-soa~l la~ti~ha~n da~n ula~nga~n ya~ng di~be~ri~ka~n guru se~hi~ngga~ sa~a~t 

di~mi~nta~ untuk me~nja~wa~b si~swa~ ma~si~h ke~suli~ta~n untuk me~nye~le~sa~i~ka~nnya~. Ha~l 

te~rse~but me~mbukti~ka~n ba~hwa~ pe~mbe~la~ja~ra~n I~PA~ da~la~m ke~ma~mpua~n li~te~ra~si~ sa~i~ns, 

nume~ra~si~ da~n ke~ma~mpua~n be~rpi~ki~r ti~ngka~t ti~nggi~/hi~ghe~r orde~r thi~nki~ng ski~lls 

(HOTS) si~swa~ ma~si~h kura~ng (Joha~nsson, 2020).  

A~se~sme~n na~si~ona~l da~la~m kuri~kulum me~rde~ka~ di~li~ha~t da~ri~ ca~pa~i~a~n 

pe~mbe~la~ja~ra~n da~ri~ ha~si~l be~la~ja~r kogni~ti~f ya~ng me~li~puti~ ke~ma~mpua~n li~te~ra~si~, 

nume~ra~si~ da~n ke~ma~mpua~n be~rpi~ki~r ti~ngka~t ti~nggi~. Ma~ka~ da~ri~ i~tu, guru pe~rlu 

me~la~ti~h si~swa~ a~ga~r ma~mpu me~nge~mba~ngka~n ke~ma~mpua~n be~rpi~ki~r ti~ngka~t ti~nggi~ 

se~sua~i~ de~nga~n pote~nsi~nya~. Pe~ne~li~ti~a~n ya~ng di~la~kuka~n Sa~ri~ (2023) be~rte~nta~nga~n 
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de~nga~n kondi~si~ ya~ng di~ha~ra~pka~n te~rse~but, ya~ng me~nunjukka~n ba~hwa~ pe~mbe~la~ja~ra~n 

di~se~kola~h be~lum ba~nya~k ya~ng be~rori~e~nta~si~ ke~ a~ra~h pe~ni~ngka~ta~n ke~ca~ka~pa~n 

ke~ma~mpua~n be~rpi~ki~r ti~ngka~t ti~nggi~ (Sa~ri~ Si~na~ga~, 2024) . Re~nda~hnya~ ke~ma~mpua~n 

be~rpi~ki~r ti~ngka~t ti~nggi~ (HOTS) si~swa~ juga~ di~se~ba~bka~n ka~re~na~ ke~ma~mpua~n si~swa~ 

ya~ng he~te~roge~n da~n si~swa~ te~rbi~a~sa~ de~nga~n te~s te~rtuli~s ya~ng se~ba~gi~a~n be~sa~r me~mua~t 

pe~rta~nya~a~n ya~ng be~rsi~fa~t ha~pa~la~n da~n ma~si~h be~ra~da~ pa~da~ ra~na~h kogni~ti~f C1 sa~mpa~i~ 

C3 da~n ti~pe~ soa~l uji~a~n se~me~ste~r ya~ng me~nunjukka~n soa~l be~rti~pe~ C1 sa~mpa~i~ C3 da~n 

ha~nya~ a~da~ be~be~ra~pa~ soa~l ya~ng bi~sa~ di~ka~te~gori~ka~n se~ba~ga~i~ soa~l HOTS (Pa~putunga~n 

e~t a~l., 2022). 

Ke~nya~ta~a~n di~ la~pa~nga~n, si~swa~ be~lum me~mi~li~ki~ ke~te~ra~mpi~la~n be~rpi~ki~r 

HOTS se~pe~rti~ ya~ng di~ha~ra~pka~n da~pa~t di~li~ha~t da~ri~ si~swa~ ya~ng ke~suli~ta~n da~la~m 

me~nye~le~sa~i~ka~n soa~l-soa~l I~PA~. A~na~li~si~s ke~butuha~n di~la~kuka~n me~la~lui~ kue~si~one~r di~ 

SMP Ne~ge~ri~ 2 Si~nga~ra~ja~ di~te~muka~n fa~ktor  ya~ng me~nye~ba~bka~n ke~ma~mpua~n HOTS 

si~swa~ re~nda~h ya~i~tu kura~ngnya~ sumbe~r ba~ha~n a~ja~r ya~ng va~ri~a~ti~f, me~na~ri~k da~n 

me~nunja~ng si~swa~ da~la~m pe~mbe~la~ja~ra~n HOTS.  Buku I~PA~ kuri~kulum me~rde~ka~  da~ri~ 

Ke~me~ndi~kbud ya~ng di~sa~ji~ka~n ma~si~h be~rfokus pa~da~ soa~l-soa~l ya~ng ha~nya~ me~la~ti~h 

ke~ma~mpua~n me~ngha~pa~l (C1) da~n pe~ma~ha~ma~n da~sa~r (C2) se~hi~ngga~ be~lum opti~ma~l 

me~ndorong si~swa~ untuk me~nga~na~li~si~s, me~nge~va~lua~si~ a~ta~u me~nci~pta~.  

Se~ba~nya~k 45% da~ri~ 10 ora~ng guru I~PA~ di~ ka~bupa~te~n Bule~le~ng be~lum 

pe~rna~h me~ne~ra~pka~n me~di~a~ a~ta~u ba~ha~n a~ja~r be~rori~e~nta~si~ HOTS. Pe~nge~mba~nga~n 

ba~ha~n a~ja~r me~nja~di~ sa~la~h sa~tu la~ngka~h untuk me~ni~ngka~tka~n pe~ma~ha~ma~n konse~p 

I~PA~ untuk me~ni~ngka~tka~n ke~ma~mpua~n be~rpi~ki~r ti~ngka~t ti~nggi~ (HOTS) si~swa~. 

Ba~ha~n a~ja~r ya~ng be~rori~e~nta~si~ ke~pa~da~ ke~ma~mpua~n be~rpi~ki~r ti~ngka~t ti~nggi~ (HOTS) 

da~pa~t me~ngkonstruksi~ pe~nge~ta~hua~n ya~ng di~mi~li~ki~ si~swa~ untuk be~rpi~ki~r kri~ti~s 
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(cri~ti~ca~l thi~nki~ng) da~n be~rpi~ki~r kre~a~ti~f (cre~a~ti~f thi~nki~ng) da~la~m ke~putusa~n 

pe~me~ca~ha~n ma~sa~la~h (proble~m solvi~ng) da~la~m si~tua~si~ ba~ru (A~tma~ja~ e~t a~l., n.d.).  

Pe~mi~li~ha~n ma~te~ri~ suhu, ka~lor da~n pe~mua~i~a~n se~ba~ga~i~ ma~te~ri~ pokok ya~ng 

di~ba~ha~s da~la~m pe~nyusuna~n modul e~le~ktroni~k i~ni~ di~la~ta~rbe~la~ka~ngi~ ole~h a~na~li~si~s 

ke~butuha~n la~pa~nga~n me~la~lui~ obse~rva~si~, wa~wa~nca~ra~ da~n a~ngke~t be~rupa~ kue~si~one~r 

me~li~puti~, (1) se~ba~gi~a~n be~sa~r si~swa~ se~ba~nya~k 89% si~swa~ ke~la~s VI~I~ me~nunjukka~n 

ba~hwa~ si~swa~ ma~si~h me~ra~sa~ ke~suli~ta~n me~ma~ha~mi~ ma~te~ri~ suhu, ka~lor da~n pe~mua~i~a~n, 

de~nga~n ni~la~i~ ra~ta~-ra~ta~ di~ ba~wa~h Kri~te~ri~a~ Ke~tunta~sa~n Mi~ni~ma~l (KKM) ya~ng te~la~h 

di~te~ta~pka~n, ya~i~tu se~be~sa~r 75.  

Fa~ktor uta~ma~ ya~ng me~nye~ba~bka~n ke~suli~ta~n i~ni~ di~ka~re~na~ka~n kura~ngnya~ 

pe~ma~ha~ma~n te~rha~da~p konse~p pa~da~ ma~te~ri~ suhu, ka~lor da~n pe~mua~i~a~n, (2) si~swa~ 

ke~suli~ta~n da~la~m me~ma~ha~mi~ da~n me~ne~ra~pka~n rumus di~da~sa~rka~n pa~da~ si~fa~t ma~te~ri~ 

i~ni~ ya~ng a~bstra~k da~n komple~ks se~rta~ me~li~ba~tka~n be~be~ra~pa~ rumus ya~ng be~rka~i~ta~n 

de~nga~n suhu, ka~lor da~n pe~mua~i~a~n da~la~m pe~ne~ra~pa~nnya~ di~ke~hi~dupa~n se~ha~ri~-ha~ri~, 

(3) kura~ngnya~ moti~va~si~ da~n mi~na~t si~swa~ da~la~m me~mpe~la~ja~ri~ ma~te~ri~ te~rse~but, (4) 

Pe~nya~mpa~i~a~n ma~te~ri~ me~ngguna~ka~n me~tode~ ce~ra~ma~h ta~npa~ me~di~a~ vi~sua~l se~pe~rti~ 

vi~de~o, ga~mba~r i~nte~ra~kti~f a~ta~u si~mula~si~ ya~ng da~pa~t me~mpe~rmuda~h pe~ma~ha~ma~n 

si~swa~. 

 Kura~ngnya~ pe~ma~nfa~a~ta~n me~di~a~ pe~mbe~la~ja~ra~n ya~ng va~ri~a~ti~f i~ni~ juga~ 

me~nja~di~ pe~nye~ba~b ke~ti~da~kte~rta~ri~ka~n si~swa~ te~rha~da~p pe~mbe~la~ja~ra~n se~hi~ngga~ ha~si~l 

be~la~ja~r kura~ng ma~ksi~ma~l. Ole~h ka~re~na~ i~tu, be~lum se~pe~nuhnya~ pe~mbe~la~ja~ra~n da~pa~t 

me~mfa~si~li~ta~si~ ga~ya~ be~la~ja~r si~swa~ ya~ng be~rbe~da~ (a~udi~otori~, vi~sua~l da~n ki~ne~ste~ti~k). 

Pa~da~ ma~te~ri~ te~rse~but, me~mi~li~ki~ ca~kupa~n ya~ng komple~ks se~hi~ngga~ me~me~rluka~n 

i~lustra~si~-i~lustra~si~ pe~ndukung se~hi~ngga~ si~swa~ le~bi~h muda~h untuk me~ma~ha~mi~ ma~te~ri~ 
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te~rse~but. Ma~ka~ da~ri~ i~tu, si~swa~ ce~nde~rung me~ne~ri~ma~ i~nforma~si~ se~ca~ra~ pa~si~f ta~npa~ 

me~nga~na~li~si~s hubunga~n a~nta~r konse~p ya~ng di~pe~la~ja~ri~, se~hi~ngga~ suli~t me~ne~ra~pka~n 

pe~nge~ta~hua~n pe~me~ca~ha~n ma~sa~la~h.  

Ha~si~l a~na~li~si~s ke~butuha~n me~nunjukka~n ba~hwa~ 95% si~swa~ me~ngi~ngi~nka~n 

modul ya~ng le~bi~h me~na~ri~k da~n i~nte~ra~kti~f, da~n 92% si~swa~ be~rha~ra~p modul da~pa~t 

di~a~kse~s se~ca~ra~ onli~ne~ me~la~lui~ pe~ra~ngka~t sma~rtphone~. Se~la~i~n i~tu, be~da~sa~rka~n ha~si~l 

a~ngke~t MGMP guru I~PA~ se~-Ka~bupa~te~n Bule~le~ng me~nunjukka~n 100% me~ndukung 

pe~nge~mba~nga~n  modul e~le~ktroni~k I~PA~ ya~ng di~le~ngka~pi~ de~nga~n me~di~a~ 

pe~mbe~la~ja~ra~n ya~ng ka~ya~ a~ka~n ga~mba~r, vi~de~o, da~n si~mula~si~ pra~kti~kum. Guru da~n 

si~swa~ me~ngha~ra~pka~n ba~ha~n a~ja~r ya~ng le~ngka~p, muda~h di~pa~ha~mi~, i~nte~ra~kti~f da~n 

me~ndukung si~swa~ be~la~ja~r se~ca~ra~ ma~ndi~ri~. Tuntuta~n pe~ndi~di~ka~n di~ e~ra~ globa~li~sa~si~ 

i~ni~ juga~ me~nuntut guru untuk le~bi~h kre~a~ti~f da~n da~pa~t me~ngguna~ka~n te~knologi~ 

da~la~m pe~mbe~la~ja~ra~n (Si~a~ha~a~n e~t a~l., 2025). Ha~l i~ni~ di~ha~ra~pka~n da~pa~t me~nci~pta~ka~n 

kondi~si~ pe~mbe~la~ja~ra~n ya~ng le~bi~h posi~ti~f da~n me~mba~ntu si~swa~ da~la~m 

me~nye~le~sa~i~ka~n ma~sa~la~h I~PA~ ya~ng re~le~va~n de~nga~n ke~hi~dupa~n se~ha~ri~-ha~ri~. 

Be~rda~sa~rka~n urge~nsi~ pe~rma~sa~la~ha~n ya~ng muncul, me~nunjukka~n ba~hwa~ 

a~da~nya~ ke~se~nja~nga~n a~nta~ra~ ha~ra~pa~n da~n ke~nya~ta~a~n. Ke~nya~ta~a~nnya~ ni~la~i~ ma~ta~ 

pe~la~ja~ra~n I~PA~ ma~si~h te~rgolong re~nda~h ya~ng me~nunjukka~n ba~hwa~ pe~ma~ha~ma~n 

si~swa~ te~rha~da~p ma~te~ri~ I~PA~ khususnya~ suhu, ka~lor da~n pe~mua~i~a~n ma~si~h kura~ng. 

Ma~ka~ da~ri~ i~tu, di~pe~rluka~n solusi~ da~la~m me~nga~ta~si~ pe~rma~sa~la~ha~n te~rse~but a~da~la~h 

de~nga~n di~la~kuka~n se~bua~h i~nova~si~ pe~nge~mba~nga~n ba~ha~n a~ja~r ya~ng i~nova~ti~f, kre~a~ti~f 

da~n i~nte~ra~kti~f a~ga~r ma~mpu me~nga~ra~hka~n si~swa~ pa~da~ pe~ni~ngka~ta~n ke~ma~mpua~n 

be~rpi~ki~r HOTS da~n me~ni~ngka~tka~n ha~si~l be~la~ja~r. Ba~ha~n a~ja~r ya~ng di~ke~mba~ngka~n 

be~rupa~ modul e~le~ktroni~k I~PA~. Modul e~le~ktroni~k me~rupa~ka~n sa~la~h sa~tu je~ni~s ba~ha~n 
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a~ja~r ya~ng di~sa~ji~ka~n da~la~m be~ntuk di~gi~ta~l te~rdi~ri~ da~ri~ se~pe~ra~ngka~t ma~te~ri~ ya~ng 

di~ra~nca~ng te~rta~ta~ ya~ng bi~sa~ me~mbe~ri~ka~n ba~ntua~n pa~da~ guru da~n si~swa~ pa~da~ prose~s 

be~la~ja~r (Sa~ri~ e~t a~l., 2022). Modul e~le~ktroni~k se~ba~ga~i~ be~ntuk pe~ngguna~a~n te~knologi~ 

da~la~m pe~mbe~la~ja~ra~n sa~nga~t be~rma~nfa~a~t ba~gi~ si~swa~ ka~re~na~ da~pa~t me~ni~ngka~tka~n 

mutu se~rta~ e~fe~kti~vi~ta~s pe~mbe~la~ja~ra~n.  

Ke~le~bi~ha~n pe~ngguna~a~n modul e~le~ktroni~k ya~i~tu te~knologi~ me~mungki~nka~n 

a~kse~s onli~ne~, me~mbe~ri~ka~n umpa~n ba~li~k la~ngsung, da~n otoma~ti~sa~si~ pe~ni~la~i~a~n 

se~hi~ngga~ me~mpe~rmuda~h tuga~s guru (Ra~ha~yu e~t a~l., 2025). Modul e~le~ktroni~k 

se~ba~ga~i~ ba~ha~n a~ja~r me~mi~li~ki~ ke~unggula~n ya~i~tu da~pa~t me~mpe~rba~nya~k pe~nga~la~ma~n 

si~swa~ da~la~m be~la~ja~r ka~re~na~ di~ta~ta~ se~ca~ra~ runtut supa~ya~ tujua~n pe~mbe~la~ja~ra~n bi~sa~ 

te~rca~pa~i~ da~n di~ da~la~mnya~ be~ri~si~ a~udi~o, vi~de~o tutori~a~l, a~ni~ma~si~ da~n te~rda~pa~t ta~uta~n 

na~vi~ga~si~ se~hi~ngga~ da~pa~t  me~numbuhka~n  moti~va~si~  ba~gi~  pe~se~rta~  di~di~k  da~n 

me~na~ri~k  pe~rha~ti~a~n  si~swa~ (Ni~ngsi~, 2025).  

Ha~l te~rse~but se~la~ra~s de~nga~n Ha~ni~da~ (2023) me~nya~ta~ka~n ba~hwa~ ke~unggula~n 

modul e~le~ktroni~k di~ba~ndi~ngka~n modul ce~ta~k ya~i~tu me~mua~t struktur ma~te~ri~ ya~ng 

di~le~ngka~pi~ de~nga~n le~mba~r ke~rja~ da~n soa~l la~ti~ha~n ya~ng di~ke~ma~s da~la~m ba~ha~sa~ 

i~nte~ra~kti~f da~n i~nstruksi~ona~l, se~hi~ngga~ si~swa~ da~pa~t be~la~ja~r se~ca~ra~ ma~ndi~ri~. Modul 

e~le~ktroni~k  ya~ng me~ngi~nte~gra~si~ka~n e~le~me~n vi~sua~l, a~udi~tori~, da~n ki~ne~ste~ti~k a~ka~n 

me~mba~ntu si~swa~ me~mvi~sua~li~sa~si~ka~n konse~p fi~si~ka~ se~pe~rti~ pe~nga~ruh suhu te~rha~da~p 

ka~lor sua~tu be~nda~, pe~ruba~ha~n suhu, da~n pe~mua~i~a~n ya~ng te~rja~di~ pa~da~ sua~tu be~nda~ 

(A~sma~ya~ni~ e~t a~l., 2024). Ka~ra~kte~ri~sti~k si~swa~ ya~ng me~mi~li~ki~ ga~ya~ be~la~ja~r le~bi~h 

di~domi~na~si~ ki~ne~ste~ti~k me~nja~di~ pi~li~ha~n ya~ng te~pa~t untuk pe~ngguna~a~n mode~l 

pe~mbe~la~ja~ra~n di~scove~ry le~a~rni~ng pa~da~ modul i~ni~. Pe~rke~mba~nga~n i~ni~ me~ndukung 
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te~rci~pta~nya~ kuri~kulum ya~ng le~bi~h re~le~va~n de~nga~n ke~butuha~n za~ma~n da~n 

me~ni~ngka~tka~n kua~li~ta~s pe~mbe~la~ja~ra~n di~gi~ta~li~sa~si~ di~ se~kola~h.  

E~-modul ya~ng di~te~ra~pka~n sa~nga~t i~de~a~l a~pa~bi~la~ di~pa~duka~n de~nga~n mode~l 

di~scove~ry le~a~rni~ng ka~re~na~ de~nga~n e~-modul pe~se~rta~ di~di~k da~pa~t me~nda~pa~tka~n 

konse~p se~ca~ra~ ma~ndi~ri~ ya~ng se~sua~i~ de~nga~n mode~l di~scove~ry le~a~rni~ng se~hi~ngga~ bi~sa~ 

me~moti~va~si~ da~la~m be~la~ja~r. Mode~l di~scove~ry le~a~rni~ng se~ba~ga~i~ mode~l pe~mbe~la~ja~ra~n 

i~nova~ti~f ya~ng se~ca~ra~ a~kti~f me~li~ba~tka~n si~swa~ da~la~m se~ti~a~p ta~ha~p prose~s 

pe~mbe~la~ja~ra~n se~hi~ngga~ ma~te~ri~ da~pa~t di~pa~ha~mi~ se~ca~ra~ me~nda~la~m. Se~sua~i~ 

ka~ra~kte~ri~sti~k si~swa~ da~n ma~te~ri~ ya~ng di~a~ja~r ya~i~tu suhu, ka~lor da~n pe~mua~i~a~n ma~ka~ 

di~pi~li~h di~scove~ry le~a~rni~ng untuk di~i~mple~me~nta~si~ka~n se~ba~ga~i~ sa~la~h sa~tu mode~l 

ya~ng me~mba~ntu si~swa~ me~nja~di~ a~kti~f da~la~m pe~mbe~la~ja~ra~n de~nga~n me~ne~muka~n 

se~ndi~ri~ se~rta~ me~la~kuka~n pe~nye~li~di~ka~n ma~ndi~ri~ se~hi~ngga~ pe~mbe~la~ja~ra~n bi~a~sa~nya~ 

le~bi~h be~rma~kna~ di~ba~ndi~ngka~n ha~nya~ se~ke~da~r la~ti~ha~n di~ ke~la~s da~n me~mba~ca~ buku 

te~ks sa~ja~.  

Di~scove~ry le~a~rni~ng sa~nga~t cocok me~rupa~ka~n sa~la~h sa~tu mode~l ya~ng 

i~nova~ti~f me~la~ti~h si~swa~ me~mi~li~ki~ ke~te~ra~mpi~la~n be~rpi~ki~r ti~ngka~t ti~nggi~ (Surya~, 

2020). Di~scove~ry Le~a~rni~ng le~bi~h me~ne~ka~nka~n pa~da~ pe~ne~mua~n konse~p-konse~p 

da~sa~r se~ca~ra~ ma~ndi~ri~ ole~h si~swa~. I~ni~ sa~nga~t pe~nti~ng da~la~m pe~mbe~la~ja~ra~n I~PA~ 

ti~ngka~t SMP, te~ruta~ma~ pa~da~ ma~te~ri~ se~pe~rti~ suhu, ka~lor, da~n pe~mua~i~a~n, ya~ng 

me~mbutuhka~n pe~ma~ha~ma~n konse~p se~be~lum bi~sa~ me~me~ca~hka~n ma~sa~la~h nya~ta~. 

Be~rda~sa~rka~n a~na~li~si~s ke~butuha~n a~wa~l, se~ba~nya~k 85,7% guru te~la~h me~ngguna~ka~n 

PBL te~ta~pi~ PBL le~bi~h cocok untuk si~swa~ ya~ng suda~h me~mi~li~ki~ pe~nge~ta~hua~n da~sa~r 

ya~ng cukup, se~da~ngka~n DL me~mba~ntu si~swa~ me~mba~ngun konse~ptua~li~sa~si~ a~wa~l 

se~ca~ra~ a~kti~f (Che~mi~ca~ e~t a~l., 2020). Mode~l PBL le~bi~h cocok untuk pe~se~rta~ di~di~k 
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ya~ng te~la~h me~mi~li~ki~ ke~ma~ndi~ri~a~n be~la~ja~r ya~ng ba~i~k, ke~te~ra~mpi~la~n ke~rja~ ke~lompok 

ya~ng soli~d, se~rta~ ke~ma~mpua~n be~rpi~ki~r kri~ti~s a~wa~l ya~ng suda~h be~rke~mba~ng.  

Da~la~m pra~kti~knya~ di~ ke~la~s VI~I~ SMP, se~ba~gi~a~n be~sa~r si~swa~ ma~si~h be~ra~da~ 

pa~da~ ta~ha~p tra~nsi~si~ da~ri~ pe~mbe~la~ja~ra~n da~sa~r me~nuju ke~te~ra~mpi~la~n be~rpi~ki~r ti~ngka~t 

ti~nggi~. Ha~l i~ni~ me~nye~ba~bka~n pe~ne~ra~pa~n PBL se~ri~ng ka~li~ ti~da~k opti~ma~l ka~re~na~ 

si~swa~ ke~suli~ta~n me~rumuska~n ma~sa~la~h se~ca~ra~ ma~ndi~ri~, me~nge~lola~ wa~ktu, da~n 

be~ke~rja~ se~ca~ra~ kola~bora~ti~f se~ca~ra~ e~fe~kti~f (Fa~ci~one~, 2011). Mode~l di~scove~ry 

le~a~rni~ng me~ndorong pe~se~rta~ di~di~k untuk a~kti~f da~la~m me~ne~muka~n konse~p da~n 

pri~nsi~p se~ca~ra~ ma~ndi~ri~, me~nga~sa~h ke~ma~mpua~n pe~na~la~ra~n me~la~lui~ e~ksplora~si~ da~n 

pe~nga~ma~ta~n la~ngsung. Mode~l i~ni~ me~mungki~nka~n pe~nge~mba~nga~n pe~ma~ha~ma~n 

konse~ptua~l ya~ng me~nda~la~m da~n ke~te~ra~mpi~la~n pe~na~la~ra~n i~ndi~vi~dua~l ya~ng le~bi~h lua~s 

(Muja~hi~da~h, 2025). Di~scove~ry le~a~rni~ng le~bi~h cocok di~i~nte~gra~si~ka~n da~la~m be~ntuk 

modul e~le~ktroni~k ka~re~na~ a~lur pe~ne~mua~n bi~sa~ di~ta~ta~ se~ca~ra~ be~rta~ha~p da~la~m ha~la~ma~n 

modul, le~ngka~p de~nga~n e~ksplora~si~ ma~ndi~ri~, si~mula~si~, da~n a~se~sme~n HOTS. 

Prose~s pe~mbe~la~ja~ra~n pa~da~ mode~l di~scove~ry le~a~rni~ng me~mi~li~ki~ ke~le~bi~ha~n 

ya~i~tu me~mba~ntu si~swa~ da~pa~t be~ri~nte~ra~ksi~ la~ngsung  de~nga~n  obje~k  pe~mbe~la~ja~ra~n  

si~swa~ da~pa~t  me~la~kuka~n  ke~gi~a~ta~n  pe~rcoba~a~n  da~n  di~tuntun  da~la~m ke~gi~a~ta~n  

pe~mbe~la~ja~ra~n  ya~ng  di~sa~ji~ka~n  guru  da~la~m  be~ntuk modul e~le~ktroni~k,  se~hi~ngga~  

si~swa~  le~bi~h  a~kti~f  da~la~m pe~mbe~la~ja~ra~n (Dwi~ya~nti~ e~t a~l., n.d.). Prose~s i~ni~ ti~da~k 

ha~nya~ me~ni~ngka~tka~n pe~ma~ha~ma~n me~nge~na~i~ konse~p I~PA~, te~ta~pi~ juga~ me~la~ti~h 

pe~se~rta~ di~di~k untuk be~rpi~ki~r se~ca~ra~ kri~ti~s da~n kre~a~ti~f da~la~m me~nca~ri~ solusi~ 

te~rha~da~p sua~tu pe~rma~sa~la~ha~n, me~rumuska~n pe~rta~nya~a~n ba~ru, se~rta~ 

me~nghubungka~n be~rba~ga~i~ konse~p ya~ng te~la~h di~pe~la~ja~ri~ (A~yu e~t a~l., n.d.). Stude~nt 

Ce~nte~r se~ba~ga~i~ ci~ri~ uta~ma~ mode~l pe~mbe~la~ja~ra~n di~scove~ry le~a~rni~ng cocok 
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di~te~ra~pka~n da~la~m untuk me~mbua~t si~swa~ me~nge~ksplora~si~, me~me~ca~hka~n sua~tu 

ma~sa~la~h, me~nghubungka~n, da~n me~ngge~ne~ra~li~sa~si~ka~n pe~nge~ta~hua~n ya~ng se~sua~i~ 

de~nga~n tuntuta~n pe~mbe~la~ja~ra~n sa~a~t i~ni~ (Mokodompi~t e~t a~l., 2024). Mode~l 

pe~mbe~la~ja~ra~n di~scove~ry le~a~rni~ng da~pa~t me~ni~ngka~tka~n moti~va~si~ da~n mi~na~t be~la~ja~r 

si~swa~ ya~ng be~rpe~nga~ruh pa~da~ pe~nge~mba~nga~n ke~ma~mpua~n be~rpi~ki~r kri~ti~snya~ 

se~hi~ngga~ ma~mpu me~ni~ngka~tka~n ha~si~l be~la~ja~r si~swa~ di~ ke~la~s (De~wi~ e~t a~l., 2024). 

Pe~ne~ra~pa~n mode~l di~scove~ry le~a~rni~ng da~la~m modul e~le~ktroni~k i~ni~ di~ha~ra~pka~n da~pa~t 

me~mbua~t pe~mbe~la~ja~ra~n le~bi~h be~rma~kna~, me~ndorong si~swa~ untuk pe~nge~ta~hua~n 

ya~ng di~mi~li~ki~ da~la~m konte~ks ya~ng nya~ta~, se~rta~ me~nge~mba~ngka~n ke~ma~mpua~n 

be~rpi~ki~r ti~ngka~t ti~nggi~ (HOTS). 

Be~da~sa~rka~n pe~rma~sa~la~ha~n ya~ng te~la~h di~pa~pa~rka~n di~ a~ta~s, ma~ka~ di~pe~rluka~n 

pe~nge~mba~nga~n modul e~le~ktroni~k I~PA~. Ma~ka~ da~ri~ i~tu, pe~ne~li~ti~ te~rta~ri~k untuk 

me~nge~mba~ngka~n modul le~bi~h la~njut me~la~lui~ pe~ne~li~ti~a~n de~nga~n judul 

“Pengembangan modul elektronik IPA Berbasis discovery Learning 

Berorientasi Higher Order Thinking Skill (HOTS) Pada Materi Suhu, Kalor, 

dan Pemuaian”. 

1.2 Identifikasi Masalah  

Be~rda~sa~rka~n la~ta~r be~la~ka~ng ya~ng te~la~h di~pa~pa~rka~n, ma~ka~ da~pa~t di~i~de~nti~fi~ka~si~ 

ma~sa~la~h se~ba~ga~i~ be~ri~kut. 

1. Re~nda~hnya~ ke~ma~mpua~n be~rpi~ki~r ti~ngka~t ti~nggi~ si~swa~ te~rli~ha~t si~swa~ se~ri~ngka~li~ 

ke~suli~ta~n da~la~m me~nye~le~sa~i~ka~n soa~l-soa~l HOTS I~PA~.  

2. Be~lum opti~ma~lnya~ pe~ne~ra~pa~n mode~l pe~mbe~la~ja~ra~n di~scove~ry le~a~rni~ng ya~ng 

se~sua~i~ de~nga~n tuntuta~n kuri~kulum me~rde~ka~. 
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3. Kura~ngnya~ ke~te~rse~di~a~a~n ba~ha~n a~ja~r I~PA~ 

4. Pe~ma~nfa~a~ta~n te~knologi~ se~ba~ga~i~ me~di~a~ pe~mbe~la~ja~ra~n I~PA~ kura~ng se~hi~ngga~ 

be~lum opti~ma~l da~la~m me~nci~pta~ka~n pe~mbe~la~ja~ra~n ya~ng e~fe~kti~f da~n e~fi~si~e~n.  

5. Ke~a~kti~fa~n si~swa~ da~la~m prose~s pe~mbe~la~ja~ra~n I~PA~ kura~ng. Ha~l i~ni~ te~rli~ha~t da~ri~ 

kura~ng a~ntusi~a~snya~ si~swa~ da~la~m me~ngi~kuti~ prose~s pe~mbe~la~ja~ra~n. 

6. Moti~va~si~ da~n mi~na~t be~la~ja~r si~swa~ pa~da~ pe~mbe~la~ja~ra~n I~PA~ kura~ng. 

7. Si~swa~ me~nga~la~mi~ ke~suli~ta~n be~la~ja~r da~la~m pe~mbe~la~ja~ra~n I~PA~ khususnya~ pa~da~ 

ma~te~ri~ suhu, ka~lor da~n pe~mua~i~a~n se~hi~ngga~ be~rda~mpa~k pa~da~ ha~si~l be~la~ja~r ya~ng 

re~nda~h. 

8. Modul I~PA~ SMP ya~ng a~da~ sa~a~t i~ni~ be~lum di~susun de~nga~n mode~l di~scove~ry 

le~a~rni~ng be~rori~e~nta~si~ HOTS.   

1.3  Pembatasan Masalah  

Pe~ne~li~ti~a~n i~ni~ te~rba~ta~s pa~da~ pe~rma~sa~la~ha~n, ya~i~tu pe~rma~sa~la~ha~n nomor 3 da~n 

8 ya~i~tu kura~ngnya~ ke~te~rse~di~a~a~n ba~ha~n a~ja~r I~PA~ da~n be~lum te~rda~pa~t ba~ha~n a~ja~r 

khususnya~ modul e~le~ktroni~k I~PA~ be~rba~si~s di~scove~ry le~a~rni~ng be~rori~e~nta~si~ hi~ghe~r 

orde~r thi~nki~ng ski~ll ya~ng me~ngi~nte~gra~si~ka~n te~knologi~ se~ba~ga~i~ pe~nunja~ng ke~gi~a~ta~n 

pe~mbe~la~ja~ra~n I~PA~ da~n untuk me~la~ti~h ke~ma~mpua~n be~rpi~ki~r ti~ngka~t ti~nggi~ si~swa~ 

(HOTS). Pa~da~ pe~ne~li~ti~a~n da~n pe~nge~mba~nga~n i~ni~ ha~nya~ me~mfokuska~n ma~te~ri~ suhu, 

ka~lor da~n pe~mua~i~a~n ya~ng di~sa~ji~ka~n me~la~lui~ modul e~le~ktroni~k ya~ng di~ke~ma~s 

be~rbe~ntuk fli~pbook i~nte~ra~kti~f ya~ng di~guna~ka~n da~la~m pe~mbe~la~ja~ra~n I~PA~ untuk 

si~swa~ ke~la~s VI~I~ SMP. Pe~nge~mba~nga~n i~nstrukti~ona~l ya~ng a~ka~n di~guna~ka~n a~da~la~h 

mode~l pe~nge~mba~nga~n four-D (4D). Pe~mba~ta~sa~n i~ni~ di~pe~nga~ruhi~ ole~h ke~te~rba~ta~sa~n 

pe~ne~li~ti~a~n da~n ke~te~rba~ta~sa~n pe~ne~li~ti~ ba~i~k i~tu da~ri~ pi~ha~k se~kola~h, wa~ktu, ma~upun 
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bi~a~ya~ se~hi~ngga~ pe~rma~sa~la~ha~n me~nja~di~ le~bi~h je~la~s se~rta~ me~nca~pa~i~ sa~sa~ra~n ya~ng 

te~pa~t se~sua~i~ de~nga~n ya~ng di~ha~ra~pka~n. 

1.4  Rumusan Masalah 

A~da~pun rumusa~n ma~sa~la~h da~ri~ pe~ne~li~ti~a~n i~ni~ a~da~la~h se~ba~ga~i~ be~ri~kut. 

1. Ba~ga~i~ma~na~ka~h ka~ra~kte~ri~sti~k modul e~le~ktroni~k I~PA~ be~rba~si~s di~scove~ry 

le~a~rni~ng be~rori~e~nta~si~ hi~ghe~r orde~r thi~nki~ng ski~lls pa~da~ ma~te~ri~ suhu, ka~lor da~n 

pe~mua~i~a~n ya~ng di~ke~mba~ngka~n? 

2. Ba~ga~i~ma~na~ka~h ti~ngka~t va~li~di~ta~s modul e~le~ktroni~k I~PA~ be~rba~si~s di~scove~ry 

le~a~rni~ng be~rori~e~nta~si~ hi~ghe~r orde~r thi~nki~ng ski~lls pa~da~ suhu, ka~lor da~n 

pe~mua~i~a~n ya~ng di~ke~mba~ngka~n? 

3. Ba~ga~i~ma~na~ka~h ke~pra~kti~sa~n modul e~le~ktroni~k I~PA~ be~rba~si~s di~scove~ry le~a~rni~ng 

be~rori~e~nta~si~ hi~ghe~r orde~r thi~nki~ng ski~lls pa~da~ ma~te~ri~ suhu, ka~lor, da~n 

pe~mua~i~a~n ya~ng di~ke~mba~ngka~n? 

1.5  Tujuan Penelitian 

A~da~pun tujua~n pe~ne~li~ti~a~n ya~ng i~ngi~n di~ca~pa~i~ ya~i~tu se~ba~ga~i~ be~ri~kut. 

1. Me~nde~skri~psi~ka~n ka~ra~kte~ri~sti~k modul e~le~ktroni~k I~PA~ be~rba~si~s di~scove~ry 

le~a~rni~ng be~rori~e~nta~si~ hi~ghe~r orde~r thi~nki~ng ski~lls pa~da~ ma~te~ri~ suhu, ka~lor, da~n 

pe~mua~i~a~n ya~ng di~ke~mba~ngka~n. 

2. Me~nga~na~li~si~s ti~ngka~t va~li~di~ta~s modul e~le~ktroni~k I~PA~ be~rba~si~s di~scove~ry 

le~a~rni~ng be~rori~e~nta~si~ hi~ghe~r orde~r thi~nki~ng ski~lls pa~da~ ma~te~ri~ suhu, ka~lor, da~n 

pe~mua~i~a~n ya~ng di~ke~mba~ngka~n. 
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3. Me~nga~na~li~si~s ti~ngka~t ke~pra~kti~sa~n modul e~le~ktroni~k I~PA~ be~rba~si~s di~scove~ry 

le~a~rni~ng be~rori~e~nta~si~ hi~ghe~r orde~r thi~nki~ng ski~lls pa~da~ ma~te~ri~ suhu, ka~lor, da~n 

pe~mua~i~a~n ya~ng di~ke~mba~ngka~n. 

1.6  Manfaat Penelitian 

1. Ma~nfa~a~t Te~ore~ti~s 

Ha~si~l pe~ne~li~ti~a~n i~ni~ di~ha~ra~pka~n da~pa~t me~mbe~ri~ka~n sumba~nga~n te~rha~da~p 

pe~ndi~di~ka~n se~hi~ngga~ da~pa~t be~rda~mpa~k si~gni~fi~ka~n de~nga~n me~mpe~rka~ya~ 

li~te~ra~tur te~rka~i~t pe~ne~ra~pa~n mode~l pe~mbe~la~ja~ra~n di~scove~ry le~a~rni~ng ya~ng 

be~rori~e~nta~si~ka~n ke~ma~mpua~n be~rpi~ki~r ti~ngka~t ti~nggi~ (HOTS) khususnya~ da~la~m 

i~lmu pe~nge~ta~hua~n a~la~m. Pe~nge~mba~nga~n modul i~ni~ juga~ di~ha~ra~pka~n da~pa~t 

me~ndukung i~mple~me~nta~si~ Kuri~kulum Me~rde~ka~ ya~ng me~nga~ra~h ke~pa~da~ 

pe~nge~mba~nga~n ke~te~ra~mpi~la~n a~ba~d 21 ya~i~tu ke~ma~mpua~n be~rpi~ki~r ti~ngka~t 

ti~nggi~ da~n ke~ma~mpua~n be~ra~da~pta~si~ de~nga~n te~knologi~.  

2. Ma~nfa~a~t Pra~kti~s 

1) Ba~gi~ si~swa~, pe~ne~li~ti~a~n i~ni~ me~ngha~si~lka~n modul e~le~ktroni~k I~PA~ be~rba~si~s  

di~scove~ry le~a~rni~ng be~rori~e~nta~si~ hi~ghe~r orde~r thi~nki~ng ski~lls ya~ng da~pa~t 

di~ja~di~ka~n se~ba~ga~i~ sumbe~r be~la~ja~r da~n me~mba~ntu si~swa~ da~la~m me~ma~ha~mi~ 

ma~te~ri~ I~PA~ khususnya~ je~nja~ng SMP Ke~la~s VI~I~ pa~da~ ma~te~ri~ suhu, ka~lor, 

da~n pe~mua~i~a~n.  

2) Ba~gi~ guru, me~nja~di~ sa~la~h sa~tu ba~ha~n a~ja~r de~nga~n stra~te~gi~ da~n mode~l 

pe~mbe~la~ja~ra~n i~nova~ti~f ya~ng da~pa~t di~guna~ka~n da~la~m me~la~ksa~na~ka~n 

pe~mbe~la~ja~ra~n I~PA~ khususnya~ pa~da~ e~ra~ di~gi~ta~l, se~hi~ngga~ da~pa~t 
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me~nci~pta~ka~n pe~mbe~la~ja~ra~n ya~ng e~fe~kti~f da~n e~fi~si~e~n untuk me~nca~pa~i~ 

tujua~n pe~mbe~la~ja~ra~n ya~ng di~ha~ra~pka~n. 

3) Ba~gi~ se~kola~h, modul e~le~ktroni~k ya~ng di~ha~si~lka~n da~la~m pe~ne~li~ti~a~n i~ni~ 

me~mi~li~ki~ ke~ma~mpua~n untuk me~mpe~rka~ya~ da~n me~ni~ngka~tka~n ma~te~ri~ 

pe~mbe~la~ja~ra~n da~n re~fre~nsi~ ya~ng di~te~ra~pka~n guru da~la~m prose~s 

pe~mbe~la~ja~ra~nnya~ di~ke~la~s se~hi~ngga~ se~kola~h me~ngi~kuti~ tuntuta~n 

pe~mbe~la~ja~ra~n di~ e~ra~ di~gi~ta~l. 

4) Ba~gi~ pe~ne~li~ti~ la~i~n, pe~ne~li~ti~a~n i~ni~ da~pa~t di~guna~ka~n untuk me~numbuhka~n 

i~nforma~si~ da~n pe~ma~ha~ma~n ba~gi~ pe~ne~li~ti~a~n be~ri~kutnya~ da~la~m untuk 

me~nci~pta~ka~n ba~ha~n a~ja~r be~rupa~ modul e~le~ktroni~k I~PA~ SMP Ke~la~s VI~I~ 

be~rori~e~nta~si~ hi~ghe~r Orde~r Thi~nki~ng Ski~ll pa~da~ ma~te~ri~ I~PA~ la~i~nnya~ ya~ng 

le~bi~h kre~a~ti~f da~n i~nova~ti~f. 

1.7  Spesifikasi Produk 

 A~da~pun spe~si~fi~ka~si~ produk ya~ng di~ha~ra~pka~n da~la~m pe~ne~li~ti~a~n 

pe~nge~mba~nga~n i~ni~ ya~i~tu se~ba~ga~i~ be~ri~kut. 

1. Produk ya~ng di~ke~mba~ngka~n me~mua~t ma~te~ri~ suhu, ka~lor, da~n pe~mua~i~a~n  ya~ng 

me~nga~cu pa~da~ HOTS. 

2. Modul e~le~ktroni~k I~PA~ me~nga~cu pa~da~ mode~l di~scove~ry Le~a~rni~ng da~n 

be~rori~e~nta~si~ hi~ghe~r Orde~r Thi~nki~ng Ski~ll ya~ng di~sa~ji~ka~n pa~da~ te~s forma~ti~f da~n 

uji~ kompe~te~nsi~.  

3. Produk ya~ng di~ke~mba~ngka~n da~la~m be~ntuk modul e~le~ktroni~k ya~ng di~ke~ma~s 

da~la~m fli~pbook i~nte~ra~kti~f be~rba~ntua~n he~yzi~ne~ fli~pbook ya~ng da~pa~t di~a~kse~s 
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se~ca~ra~ onli~ne~ se~hi~ngga~ me~me~rluka~n ja~ri~nga~n i~nte~rne~t be~rupa~ wi~fi~ a~ta~u pa~ke~t 

da~ta~. 

4. Produk modul e~le~ktroni~k ya~ng di~ke~mba~ngka~n da~pa~t di~ba~gi~ka~n ke~pa~da~ si~swa~ 

da~la~m be~ntuk hype~rli~nk untuk me~ndukung prose~s pe~mbe~la~ja~ra~n I~PA~ se~ca~ra~ 

ma~ndi~ri~ a~ta~upun di~ta~mpi~lka~n di~ke~la~s sa~a~t ke~gi~a~ta~n pe~mbe~la~ja~ra~n be~rla~ngsung.  

5. Modul e~le~ktroni~k I~PA~ di~de~sa~i~n me~na~ri~k te~rdi~ri~ da~ri~ ti~ga~ ba~gi~a~n modul ya~i~tu 

1) ba~gi~a~n a~wa~l ya~ng te~rdi~ri~ a~ta~s cove~r, ka~ta~ pe~nga~nta~r, da~fta~r i~si~, da~fta~r 

ga~mba~r, pe~tunjuk pe~ngguna~a~n, fi~tur modul e~le~ktroni~k, ca~pa~i~a~n pe~mbe~la~ja~ra~n 

da~n tujua~n pe~mbe~la~ja~ra~n, da~n pe~ta~ konse~p 2) ba~gi~a~n i~nti~ te~rdi~ri~ da~ri~ a~kti~vi~ta~s 

pe~mbe~la~ja~ra~n, ura~i~a~n ma~te~ri~, vi~de~o, ta~uta~n kui~s, pe~nga~ya~a~n da~n ra~ngkuma~n 

da~n te~s 3) ba~gi~a~n a~khi~r modul te~rdi~ri~ da~ri~ uji~ kompe~te~nsi~, glosa~ri~um, da~fta~r 

pusta~ka~ da~n da~fta~r ri~wa~ya~t hi~dup pe~nuli~s da~n cove~r be~la~ka~ng ya~ng di~le~ngka~pi~ 

de~nga~n ula~sa~n si~ngka~t modul e~le~ktroni~k I~PA~. 

1.8 Pentingnya Pengembangan 

Pe~nge~mba~nga~n modul e~le~ktroni~k i~ni~ di~la~ta~rbe~la~ka~ngi~ be~lum a~da~nya~ modul 

e~le~ktroni~k I~PA~ be~rori~e~nta~si~ hi~ghe~r orde~r thi~nki~ng ski~lls pa~da~ ma~te~ri~ suhu, ka~lor 

da~n pe~mua~i~a~n. Ba~ha~n a~ja~r ya~ng a~da~ da~n di~guna~ka~n sa~a~t i~ni~ ce~nde~rung me~mua~t 

ura~i~a~n te~ori~ da~n ti~da~k i~nte~ra~kti~f se~hi~ngga~ pe~rlu di~a~da~ka~n pe~nge~mba~nga~n modul 

ya~ng le~bi~h i~nte~ra~kti~f da~n i~nova~ti~f. Pe~nge~mba~nga~n modul e~le~ktroni~k i~ni~ di~la~kuka~n 

di~ka~re~na~ka~n ke~gi~a~ta~n pe~mbe~la~ja~ra~n be~lum opti~ma~lnya~ pe~ngguna~ka~n mode~l 

pe~mbe~la~ja~ra~n di~scove~ry le~a~rni~ng da~n pe~mbe~la~ja~ra~n ce~nde~rung be~rfokus pa~da~ 

te~a~che~r ce~nte~re~d. Guru be~lum me~ngguna~ka~n ba~ha~n a~ja~r ya~ng di~de~sa~i~n se~ndi~ri~, 

ke~gi~a~ta~n pe~mbe~la~ja~ra~n be~lum me~ngguna~ka~n ba~ha~n a~ja~r ya~ng i~nova~ti~f ya~ng 
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me~ndukung pe~ma~nfa~a~ta~n te~knologi~, se~rta~ ba~ha~n a~ja~r ya~ng di~guna~ka~n be~lum 

me~ndukung be~la~ja~r ma~ndi~ri~ a~ta~u pe~rora~nga~n. Ba~ha~n a~ja~r ya~ng di~ke~mba~ngka~n 

a~da~la~h ba~ha~n a~ja~r ya~ng re~le~va~n de~nga~n vi~si~ mi~si~ kuri~kulum me~rde~ka~ ya~ng ma~na~ 

ka~ra~kte~ri~sti~k pe~mbe~la~ja~ra~n ya~ng be~rori~e~nta~si~ ke~te~ra~mpi~la~n HOTS si~swa~ de~nga~n 

mode~l di~scove~ry le~a~rni~ng. Ole~h ka~re~na~ i~tu, pe~nge~mba~nga~n modul e~le~ktroni~k I~PA~ 

i~ni~ pe~nti~ng untuk di~ke~mba~ngka~n  ka~re~na~ da~pa~t me~mba~ntu guru da~n si~swa~ da~la~m 

prose~s pe~mbe~la~ja~ra~n I~PA~ se~hi~ngga~ le~bi~h muda~h da~n pra~kti~s, me~nge~mba~ngka~n 

ke~ma~mpua~n HOTS si~swa~.  

1.9 Asumsi dan Keterbatasan 

1. Asumsi Pengembangan  

a) A~da~nya~ modul e~le~ktroni~k I~PA~ be~rba~si~s di~scove~ry le~a~rni~ng be~rori~e~nta~si~ 

hi~ghe~r orde~r thi~nki~ng ski~ll me~mbe~ri~ka~n ke~muda~ha~n ba~gi~ si~swa~ untuk 

me~nga~kse~s ma~te~ri~ pe~la~ja~ra~n me~la~lui~ pe~ra~ngka~t e~le~ktroni~k se~pe~rti~ 

sma~rtphone~ a~ta~u PC da~n di~dukung ole~h ke~a~da~a~n se~kola~h ya~ng te~la~h 

me~mi~li~ki~ kone~ksi~ i~nte~rne~t, se~rta~ sa~ra~na~ da~n pra~sa~ra~na~ la~i~nnya~ ya~ng da~pa~t 

me~nunja~ng i~nte~gra~si~ te~knologi~ da~la~m pe~mbe~la~ja~ra~n.  

b) Guru da~n si~swa~ suda~h ma~mpu me~ngope~ra~si~ka~n sma~rtphone~, la~ptop a~ta~u 

kompute~r.  

c) Te~knologi~ be~rupa~ sma~rtphone~, da~n la~ptop/PC ba~gi~ si~swa~ da~n guru suda~h 

me~ma~da~i~ untuk me~nja~la~nka~n modul e~le~ktroni~k i~ni~. 

d) Me~la~lui~ pe~ngguna~a~n modul I~PA~ mode~l di~scove~ry le~a~rni~ng ya~ng 

be~rori~e~nta~si~ hi~ghe~r orde~r thi~nki~ng ski~lls si~swa~ da~pa~t me~mba~ngki~tka~n 
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mi~na~t da~n moti~va~si~ be~la~ja~rnya~ se~hi~ngga~ si~swa~ le~bi~h a~kti~f da~la~m 

me~nge~ksplora~si~ da~n me~mba~ngun pe~nge~ta~hua~nnya~ se~ca~ra~ ma~ndi~ri~. 

e) Modul e~le~ktroni~k I~PA~ be~rori~e~nta~si~ hi~ghe~r orde~r thi~nki~ng ski~lls da~pa~t 

me~nga~ta~si~ kura~ngnya~ ke~te~rse~di~a~a~n ba~ha~n a~ja~r I~PA~ se~sua~i~ de~nga~n tuntuta~n 

kuri~kulum me~rde~ka~ se~hi~ngga~ da~pa~t me~me~nuhi~ ke~butuha~n a~ka~n sumbe~r 

be~la~ja~r ya~ng le~ngka~p se~sua~i~ ke~butuha~n si~swa~ ma~upun guru. 

f) Fa~si~li~ta~s i~nte~rne~t me~ma~da~i~ untuk guru da~n si~swa~.  

2. Keterbatasan Pengembangan 

a) Modul e~le~ktroni~k ha~rus te~rhubung de~nga~n ja~ri~nga~n ke~ti~ka~ di~a~kse~s me~la~lui~ 

ha~ndphone~ a~ta~u  PC. 

b) Modul e~le~ktroni~k i~ni~ te~rba~ta~s pa~da~ pokok ba~ha~sa~n ya~i~tu suhu, ka~lor, da~n 

pe~mua~i~a~n untuk si~swa~ se~kola~h me~ne~nga~h pe~rta~ma~ (SMP) ke~la~s VI~I~. 

c) Mode~l pe~ne~li~ti~a~n i~ni~ a~da~la~h mode~l 4D ya~ng di~modi~fi~ka~si~ me~nja~di~ 3D a~ta~u 

di~la~kuka~n sa~mpa~i~ pa~da~ ta~ha~p de~ve~lop (pe~nge~mba~nga~n) ya~i~tu uji~ 

ke~va~li~da~n da~n ke~pra~kti~sa~n ka~re~na~ ke~te~rba~ta~sa~n wa~ktu pe~ne~li~ti~a~n. 

1.10 Definisi Istilah 

A~da~pun i~sti~la~h-i~sti~la~h ya~ng di~guna~ka~n da~la~m pe~ne~li~ti~a~n pe~nge~mba~nga~n I~PA~ 

Be~rori~e~nta~si~ Hi~ghe~r Orde~r Thi~nki~ng Ski~ll a~da~la~h se~ba~ga~i~ be~ri~kut. 

 

1. Modul Elektronik IPA 

Modul e~le~ktroni~k me~rupa~ka~n ba~ha~n a~ja~r ya~ng di~ke~ma~s se~ca~ra~ e~le~ktroni~k, 

ya~ng di~da~la~mnya~ te~rda~pa~t ma~te~ri~ pe~mbe~la~ja~ra~n da~n ke~te~ra~mpi~la~n ya~ng ha~rus 

di~ca~pa~i~ si~swa~ ya~ng da~pa~t di~a~kse~s me~la~lui~ pe~ra~ngka~t kompute~r, la~ptop a~ta~u 
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sma~rtphone~. Modul e~le~ktroni~k I~PA~ di~ke~mba~ngka~n me~nja~di~ le~bi~h i~nte~ra~kti~f 

de~nga~n me~na~mba~h ga~mba~r, vi~de~o pe~mbe~la~ja~ra~n, a~udi~o a~ta~u kui~s se~hi~ngga~ 

da~pa~t me~ndukung da~n me~mba~ntu si~swa~ da~la~m me~ma~ha~mi~ ma~te~ri~ ya~ng 

di~be~la~ja~rka~n. Modul e~le~ktroni~k I~PA~ i~ni~ di~le~ngka~pi~ de~nga~n soa~l e~va~lua~si~, 

kunci~ ja~wa~ba~n, skor pe~ni~la~i~a~n se~rta~ pe~nga~ya~a~n se~hi~ngga~ si~swa~ da~pa~t 

me~ngukur ke~ma~mpua~nnya~ se~ca~ra~ ma~ndi~ri~ (Kosa~si~h, 2021). 

 

2. Higher Order Thinking Skills 

Ke~ma~mpua~n be~rpi~ki~r ti~ngka~t ti~nggi~ a~ta~u hi~ghe~r orde~r thi~nki~ng ski~lls 

(HOTS) a~da~la~h ke~ma~mpua~n se~ca~ra~ stra~te~gi~s me~ma~nfa~a~tka~n i~nforma~si~ guna~ 

pe~nye~le~sa~i~a~n ma~sa~la~h, me~nga~na~li~si~s a~rgume~nt, ne~gosi~a~si~ i~su da~n me~mbua~t 

pre~di~ksi~ (Sa~ni~, 2019). 

3. Discovery Learning 

Ke~me~ndi~kbud, (2020) me~nya~ta~ka~n ba~hwa~ di~scove~ry le~a~rni~ng me~rupa~ka~n 

sua~tu mode~l ya~ng me~nga~ja~rka~n te~rka~i~t me~ma~ha~mi~ konse~p, ma~kna~ da~n 

ke~te~rka~i~ta~n se~ca~ra~ i~ntui~ti~f hi~ngga~ sa~mpa~i~ pa~da~ ke~si~mpula~n ya~ng pa~sti~. Mode~l 

pe~mbe~la~ja~ra~n Di~scove~ry Le~a~rni~ng a~da~la~h sua~tu mode~l untuk me~nge~mba~ngka~n 

ca~ra~ be~la~ja~r si~swa~ a~kti~f de~nga~n me~ne~muka~n se~ndi~ri~, me~nye~li~di~ki~ se~ndi~ri~, 

ma~ka~ ha~si~l ya~ng di~pe~role~h a~ka~n ta~ha~n la~ma~ da~la~m i~nga~ta~n se~rta~ si~swa~ juga~ 

da~pa~t be~la~ja~r be~rpi~ki~r a~na~li~si~s da~n me~ncoba~ me~me~ca~hka~n se~ndi~ri~ proble~m 

ya~ng di~ha~da~pi~nya~ (A~di~ni~a~, e~t a~l. 2023). 


